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® SE PRESENTANT SOUS LA FORME D UN MACRO COMPOSANT 

CORR^OND&TC^ D'lNTERPOSITION ET PROCEDE DE REPORT SUR UNE CARTE MERE 

(57) L'invention concerne un module pour equipement de 
radiocommunication (32), destine a etre reporte sur une car- 
te mere (31) et comprenant des composants montes sur un 
circuit imprime et assurant au moins une des fonctions 
suivantes: 

traitement RF, traitement numerique ettraitement analo- 



Selon Pinvention. le module comprend un jeu d'elements 
conducteurs (35), distribues sur la face inferieure dudit cir- 
cuit imprime, et realises de fa?on que ledit Jeu d'elements 
conducteurs constitue a la fois: 

- des moyens de blindage electromagnetique de la face 
inferieure dudit circuit imprime; 

- des moyens d'interconnexion electrique, assurant le 
passage de signaux electriques vers et/ ou depuis ladite 
carte mere; et 

- des moyens de report dudit module de radiocommuni- 
cation sur ladite carte mere; 

Ainsi, selon l'invention, le module de radiocommunica- 
tion forme un macro-composantelectronique. 
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Module de radiocommunication se presentant sous la forme d'un macro 
composant electronique, structure d 'interposition et procede de report sur 
une carte-mere correspondants. 

Le domaine de I'invention est celui des radiocommunications. 
5 Plus precisement, l'invention concerne les equipements de 

radiocommunication (radiotelephone, et plus general ement tout appareil ou 
dispositif mettant en oeuvre des radiocommunications), et plus particulifcrement les 
modules de radiocommunication destines k ces equipements. 

On rappelle que, classiquement, la plupart des equipements de 
10 radiocommunication comprennent un module de radiocommunications prdsentant 
une carte, c'est-^-dire un circuit imprime, sur laquelle sont soudes des 
composants, une structure de blindage et un connecteur m^canique permettant 
Tinterconnexion du module avec d'autres elements, tels qu'une carte-mere. 

Les composants soudes sur le circuit imprime peuvent assurer en 
15 particulier des fonctions de traitement numdrique, de traitement analogique, et/ou 
de traitement radiofr£quence. La structure de blindage permet de blinder 
eiectromagnetiquement le module de radiocommunication, et est classiquement 
constitute de deux ceintures, disposfes respectivement sur chacune des faces du 
circuit integre, et de deux capots qui peuvent £tre respectivement clipses sur 
20 chacune des faces du module. 

Une architecture classique pour les modules de radiocommunication de 
type GSM consiste en une carte electronique, r^alisee sur un substrat organique, et 
enfermee dans une enceinte mdtallique assurant la fonctionnalite de blindage 
eiectromagnetique. Cette carte est interconnectee via des connecteurs de type carte 
25 a carte ou de type carte k cable. La carte peut etre ensuite reportee sur une carte 
mbre mecaniquement par visserie, ou par soudure de broches metalliques. 

Dans le domaine des radiocommunications, Tune des preoccupations 
principales des constructeurs est de concevoir et de produire des composants et 
des modules de radiocommunications qui soient peu cncombrants, de cout reduit, 
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e. d-u„e grande simphci* de montage, e, notammen, en ce qui concerne ,e repor. 
sur un circuit integre ou une carte mere. 

Pour satisfaire a cet object,, ,ri pl e, ,es sp&laljstes e „ radjocommunications 
ont envisage plusieurs solutions. 

Ainsi, Ericsson (marq ue duposue) a preuenee u„ module radiofrequence 
co„, un cjrcu „ mtigs€ ^ sur sutetoi ^ ^ 

ou des co.on„es de soudure dtaient utHisdea pour assurer S imu lt a„eme„ t le 
P-age de signaux eiectriques, e, ,e report du moduie sur une carte mere , se>o„ 
uae technologie CMS (Composants Months en Surface). 

IBM barque ddposde, a egalement propose !a concept™ d'un composant 
md.ofre,ue„ce. p„ ur ,e que , une premiere rang* de bi„es de soudure assurai, ,e 
Passage des signaux elecriques et „„e seconde ra„g,e de bi„es de soudure 
permeuait ,e bhndage du com W ces billes pennettan. en outre de souder ,e 
composant sur un circuit. 

D'antrea constntcteuta d„ domaine de 1 •electronique on, encore pens, a 
concevotr des modu.es hybrides, co mp rena„. pl usieu re composants de niveau 
d asse.nb.age « 1 p„ ur lesqueIs des b ,„ es ou ^ 

rentphasatent simu,ta„, m e„. ,es fo„c„o„„a,i*s d-inte.onnex.on eiectrique e, de 
report du module sur une carte mere. 
20 Cependant, en dep., des notnbreux efforts de techerche pour tenter de 

sabsfan, aux trois criteres de faible coat, faibie tai„e. e, faciKte de montage e, de 
report, „ ... pas encore M ^ ^ ^ 

tadtocommunications qui renp ,i sse ces trois objectifs economique e. techniques 

Un ,„co„v, nle „ t des techniques de Tar, a.*rieur est notammen, que le 
report des modu.es de radiccom.nunica.ion sur une carte mere „e se fai, paa de 
man,ere su^dard, se,o„ une technique de re f„ s ion simriaire a ce„e uUlisee pour la 
soudure d'un composant sur une carte. 

Un autre inconvenient de ces techniques de Tart an^rieur est que .es 

30 I d radi ° COmmUniCa,i0 " <*— .'une de ces ,ech„,ques son. d'une 
grande epaisseur. 
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Encore un autre inconvenient de ces techniques de 1 'art anterieur est que 
les modules de radiocommunication obtenus selon l'une de ces techniques sont 
coflteux. 

L'invention a notamment pour objectif de pallier ces inconvenients de l'art 
anterieur. 

Plus precisement, un objectif de l'invention est de fournir un module de 
radiocommunication qui soit de cotit recluit. 

Un autre objectif de l'invention est de mettre en oeuvre un module de 
radiocommunication de faible epaisseur. 

Encore un autre objectif de l'invention est de fournir un module de 
radiocommunication qui puisse etre reporte sur une carte mere selon une 
technique standard de refusion, similaire a celle utilisee pour la fixation des 
composants montes en surface, de maniere a pouvoir assurer un report en 
environnement industriel de volume. 

Ces objectifs, ainsi que d'autres qui apparaftront par la suite sont atteints 
selon l'invention, a l'aide d'un module pour equipement de radiocommunication, 
destine a etre report^ sur une carte mere et comprenant des composants montes sur 
un circuit imprimd et assurant au moins une des fonctions suivantes : traitement 
RF, traitement numerique et traitement analogique, comprenant un jeu d'dlements 
conducteurs, distribu^s sur la face infeneure du circuit imprime, et realises de 
facon que le jeu d'elements conducteurs constitue a la fois : 

des moyens de blindage electromagndtique de la face 
inferieure du circuit imprim£ ; 

des moyens d'interconnexion €lectrique, assurant le passage 
de signaux electriques vers et/ou depuis la carte mere ; et 
des moyens de report du module de radiocommunication sur 
la carte m£re ; 

de faeon que le module de radiocommunication forme un macro-composant 
electronique. 
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Par composant, on entend ici tout type de composants, et notamment 
aussi bien les composants de niveaux d'assemblage "1" (composants 
simples) que les composants de niveaux d ! assemblage "2 n (composants plus 
complexes, teis que les boitiers ou les circuits intdgres). 
5 Ainsi, l'invention repose sur une approche tout a fait nouvelle et inventive 

de la conception de modules de radiocommunication, qui satisfont simultanement 
aux criteres de faible coQt, de faible encombrement, et de facility de report sur une 
carte mere. 

En effet, dans le domaine de F61ectronique, et a fortiori des 

10 radiocommunications, Thomme du metier a toujours ete reticent k utiliser un 
element unique pour remplir des fonctionnalit£s distinctes. II s'agit en effet d'un 
domaine dans lequel les interactions entre 616ments et/ou composants sont tres 
fortes, et rendent done souvent imprdvisible le fonctionnement d'un module 
complexe. Une telle provision est d'autant plus difficile h r^aliser que le module 

15 regroupe un grand nombre de composants, et que, de surcroit, un mSme element 
du module peut cumuler plusieurs fonctionnalit^s distinctes. 

La combinaison de deux fonctions, telles que Interconnexion £lectrique et 
le blindage electromagn6tique par exemple, au sein d'un meme element tel qu'une 
bille de soudure, et a fortiori, la mise en ceuvre d'un unique jeu d'elements 

20 conducteurs pour realiser simultanement 1'interconnexion electrique, le blindage 
<§lectromagn£tique et le report du module sur une carte mere, resulte done d'une 
demarche complexe. 

En effet, l'homme du metier qui aurait envisage une telle combinaison 
triple de fonctionnalites au sein d'un m§me Element aurait 6t6 naturellement 

25 enclin k rejeter cette solution pour des raisons techniques de non-faisabilite ou de 
non-maitrise des effets dus a chacune des fonctionnalites. Un module de 
radiocommunications comporte en effet, d'une part, des composants de niveaux 
d'assemblage « 1 » et « 2 », et d'autre part, un circuit imprime qui peut etre multi- 
face. Un tel module subit done generalement plusieurs etapes dites de refusion, et 

30 rhomme du metier considere qu'il n'est pas possible d'effectuer plus de deux 
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refusions (sinon, certains composants prealablement soudes pourraient se detacher 
au cours de cette e"tape supplemental). 

Selon une caracteristique avantageuse de 1'invention, le module de 
radiocommunication est compris dans un dispositif appartenant au groupe 
comprenant : 

des terminaux de radiocommunication ; 

des dispositifs, autres que les terminaux de radiocommunication, 
necessitant une fonctionnaIit<* de communication sans fil ; 
des modems. 

Ainsi, le module realist selon 1'invention trouve de nombreuses applications 
dans le domaine des radiocommunications, et peut notamment 8tre utilise dans les 
terminaux de radiocommunication du type des telephones mobiles par exemple. 

Avantageusement, le jeu d'elements conducteurs comprend un premier sous- 
jeu d'elements conducteurs, assurant le blindage electromagndtique du module, et 
un second sous-jeu d'elements conducteurs, assurant 1 'interconnexion electrique, 
les premier et second sous-jeux d'elements conducteurs assurant ensemble le 
report sur la carte mere. 

Contrairement aux techniques de l'art anteneur, un meme jeu d'elements 
conducteurs realise done simultanement les trois fonctions de blindage 
electromagn^tique, d'interconnexion electrique, et de report sur la carte mere. Une 
telle combinaison triple de fonctionnalites permet ainsi de require l'encombrement 
et le cout du module de radiocommunication selon 1'invention. 

Selon une technique avantageuse de 1'invention, les elements conducteurs 
appartiennent au groupe comprenant : 
25 - des colonnes ; 

des billes ; 

des depots de soudure et/ou de creme a braser ; 
des inserts; 
des lyres. 



15 
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Par lyres, on entend ici les pattes d'un composant ayant une forme de lyre. 
On peut ainsi envisager d'utiliser des billes de soudure, ou preferentiellement des 
colonnes de soudure, moins encombrantes. En effet, les colonnes de soudure 
permettent d'assurer une hauteur suffisante entre la carte mere et la face inferieure 
du circuit imprime, et d'£viter ainsi que les composants fixes sur la face inferieure 
du circuit imprime ne viennent en contact avec la carte mere, tout en occupant une 
faible surface du circuit imprime et de la carte mfere. 

Plus gdneralement, les elements conducteurs distribuds sur la face inferieure 
du circuit imprim<§ peuvent consister en tout type de contact conducteur ' 
permettant de rdaliser une liaison m£canique et electrique entre le module de 
radiocommunication, present^ sous la forme d'un macro composant 6lectronique, 
et une carte mere. 

Selon un mode de realisation avantageux de 1'invention, le module de 
radiocommunication comprend une structure d ! interposition dont une premiere 
face supporte le jeu dements conducteurs, de fa?on a permettre un report de la 
structure d'interposition, par sa premiere face, sur la face inferieure du circuit 
imprime, la structure d'interposition etant reportde par sa seconde face sur la carte 
mere. 

Une telle structure d'interposition permet en effet de maintenir une distance 
minimale entre le module de radiocom muni cations et la carte mere, et plus 
precisdment entre la face inferieure du circuit imprime et la carte mere, de fa?on a 
ce que les composants fix£s sur la face inferieure du circuit imprime ne soient pas 
en contact avec la carte mere. Un telle distance peut 6tre sensiblement de l'ordre 
de 1,5mm. 

Par ailleurs, la structure d'interposition est choisie de maniere k presenter un 
coefficient de dilatation thermique qui soit compatible avec le coefficient de 
dilatation thermique du module de radiocommunication, de fa9on k £viter 
d'eventuels problemes de cisaillement. 

Selon une caracteristique avantageuse, les elements supports par la 
premiere face de la structure d'interposition sont traversants et font saillie sur la 
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seconde face de la structure d'interposition, de facon a permettre le report de la 
structure d'interposition, par sa seconde face, sur la carte mere. 

Selon une autre caracteristique avantageuse de l'invention, chacun des 
elements supported par la premiere face de la structure d'interposition est reli<S a 
5 une premiere extremi&S d'une ouverture traversante conductrice, une seconde 
extremite de chaque ouverture traversante <5tant reliee a un element d'un jeu 
d'dlements conducteurs complementaires distribues sur la seconde face de la 
structure d'interposition, le jeu d'elements conducteurs complementaires 
permettant le report de la structure d'interposition, par sa seconde face, sur la carte 
10 mere 

Selon un mode de realisation avantageux, la structure d'interposition peut 
6tre retiree apres que le module de radiocommunication a ete reporte" sur la carte 
mere. 

Ainsi, on peut par exemple envisager que la structure d'interposition soit 
15 retiree apres le report du module sur la carte mere, par exemple par une technique 
de dissolution chimique de la structure. 

Avantageusement, le circuit imprint est realise avec un substrat organique. 
Les substrats organiques sont en effet generalement moins coQteux que d'autres 
types de substrats, notamment que des substrats en ceramique. 

Selon une caracteristique avantageuse, le circuit imprime appartient au 
groupe comprenant : 

des circuits imprimes mono-faces et mono-couches; 
des circuits imprimis multi-faces et mono-couches ; 
des circuits imprimes mono-faces et multi-couches; 
25 ~ des circuits imprimes multi-faces et multi-couches. 

Le module de radiocommunication peut en effet atteindre un niveau de 
complexity eUeve\ et comporter un grand nombre de composants, tant sur la face 
inferieure que superieure du circuit imprime\ les liaisons electriques entre les 
differents composants pouvant etre superposees, dans le circuit imprime\ sur 
30 plusieurs couches. Altemativement, le module de radiocommunication peut etre 



20 
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de complexity recluite et 6tre constitue d'un circuit imprime mono-lace et mono- 
couche. Ainsi, 1'invention est adaptee a tous les types de modules multi- 
composants. 

L'invention concerne egalement la structure d'interposition, permettant le 
report d'un module de radiocommunication sur une carte mere, une premiere face 
de la structure d'interposition supportant un jeu d'elements conducteurs permettant 
un report de la structure d'interposition, par sa premiere face, sur la face inferieure 
d'un circuit imprime compris dans le module de radiocommunication, la structure 
d'interposition etant reportee par sa seconde face sur la carte mere. 

L'invention concerne encore un proc&te de report sur une carte mere d'un 
module de radiocommunication, les composants du module dtant soudes sur un 
circuit imprime- au cours d'au moins une premiere etope de refusion, le proedde 
comprenant une etape supplementaire de refusion, permettant le report du module 
de radiocommunication sur la carte mere. 

Selon un autre mode de realisation avantageux, le module de 
radiocommunication comprenant une structure d'interposition dont une premiere 
face supporte un jeu d'elements conducteurs, ladite au moins une premiere €tape 
de refusion du precede" permet egalement le report de la structure d'interposition, 
par sa premiere face, sur la face inferieure du circuit imprime, et 1 'etape 
supplementaire de refusion permet le report de la stnicture d'interposition, par sa 
seconde face, sur la carte mere. 

D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaitront plus 
clairement a la lecture de la description suivante d'un mode de realisation 
preferentiel, donne a titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des 
dessins annexes, parmi lesquels : 

la figure 1 presente un module de radiocommunication selon 
l'invention en vue de dessous ; 

la figure 2 illustre un detail de la zone 14 de la figure 1 ; 

la figure 3 presente le module de la figure 1 apres report sur 

une carte mere. 
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Le principe general de 1'invention repose sur Tutilisation d'un ensemble 
d'61ements conducteurs pour realiser les trois fonctionnalites de blindage 
eiectromagnetique, d'interconnexion electrique, et de report sur une carte mere. 

On presente, en relation avec la figure 1, un mode de realisation d'un 

5 module de radiocommunication selon 1'invention. 

Le module de radiocommunication 10 comprend un circuit integre 11, 
auquel a ete fixee une structure d'interposition 12. Le circuit imprime 1 1 presente 
deux zones 131 et 132, correspondant par exemple respectivement k une zone de 
traitement radiofrequence et k une zone de traitement numerique et/ou en bande 

10 de base. Ces deux zones traitant des types de signaux tres differents, elles sont 
avantageusement isoiees par une rangee 15 de colonnes metalliques. La structure 
d'interposition 12 presente un ensemble d'elements conducteurs 121 permettant 
notamment le report de la structure 12 sur la face inferieure du circuit imprime 1 1. 
Une zone 14 est illustree en details k l'6chelle 15 par la figure 2. 

15 Sur Fexemple ddcrit, les elements conducteurs sont des colonnes. Une 

colonne metallique 21 traverse de part en part un corps interposeur 24, qui peut 
par exemple gtre realise en materiau plastique d'une epaisseur sensiblement egale 
k 0,5mm. La colonne metallique 21 peut gtre fixee sur la face inferieure du circuit 
imprime 25 par une soudure haute temperature 23. Le module 26 peut gtre 

20 rapporte sur une carte mere par une soudure standard 22 de la colonne 21. Une 
colonne 21 peut etre de longueur sensiblement egale k 1,5mm et de diam&tre 
sensiblement egal k 0,4 mm. L'espacement entre deux colonnes 21 successivcs 
peut 6tre egal a 1,27mm. 

Les colonnes peuvent etre remplacees par divers Elements tels que des 

25 billes de soudure, des inserts, des lyres, des dep6ts de cr£me k braser ... 

Selon un autre mode de realisation de 1'invention, la structure 
d'interposition peut gtre rapportde au circuit imprime d'une part, et a une carte 
mbre d'autre part, k l'aide de deux elements conducteurs, par exemple des plots de 
cxbmc a braser, deposes sur chacune des faces du corps interposeur 24, ces deux 

30 elements etant relies par un trou metallise, par exemple en cuivre. Les deux plots 
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de creme k braser ont alors une epaisseur telle que la distance entre la face 
inferieure du circuit imprime et la carte mbre soit sensiblement egale h 1,5mm. 

La structure d'interposition peut etre definitive ou temporaire. Dans ce 
dernier cas, elle peut etre retiree par dissolution chimique apres report de la carte 
5 mfere. II est <*galement possible qu'il n'y ait pas de structure d'interposition. 

La figure 3 prdsente le module de radiocommunication de la figure 1 apres 
report sur une carte mere 31. Une structure d'inteiposition 34 est fix6e au module 
de radiocommunication 32 d'une part, et a la carte mfcre 31 d'autre part. Les 
soudures 33 entre la carte mere 31 et les colonnes mdtalliques 35 de la structure 
10 d'interposition 34 peuvent etre de type CMS (Composants Montes en Surface). 
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REVINDICATIONS 

1. Module pour £quipement de radiocommunication, destine a etre 
reporte sur une carte mbre et comprenant des composants montes sur un 
circuit imprime et assurant au moins une des fonctions suivantes : traitement 
RF, traitement numerique et traitement analogique, 

caracterise en ce qu ! il comprend un jeu d ! el6ments conducteurs, distribues 
sur la face interieure dudit circuit imprime, et realises de fa9on que ledit jeu 
d'Slements conducteurs constitue k la fois : 

des moyens de blindage electromagndtique de la face 

inferieure dudit circuit imprime ; 

des moyens d 'interconnexion electrique, assurant le passage 
de signaux dlectriques vers et/ou depuis ladite carte mere ; et 
des moyens de report dudit module de radiocommunication 
sur ladite carte mere ; 

de fa^on que ledit module de radiocommunication forme un macro- 

composant 61ectronique. 

2. Module de radiocommunication selon la revendication 1, caracterisd 
en ce qu'il est compris dans un dispositif appartenant au groupe comprenant : 

des terminaux de radiocommunication ; 

des dispositifs, autres que les terminaux de 

radiocommunication, n£cessitant une fonctionnalite de 

communication sans fil ; 

des modems. 

3. Module de radiocommunication selon Tune quelconque des 
revendications 1 et 2, caract£ris6 en ce que ledit jeu d'61ements conducteurs 
comprend un premier sous-jeu d'elements conducteurs, assurant ledit 
blindage electromagnetique, et un second sous-jeu d'eldments conducteurs, 
assurant ladite interconnexion electrique, 
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et en ce que lesdits premier et second sous-jeux d'eldments conducteurs 
assurent ensemble ledit report sur la carte mere. 

4. Module de radiocommunication selon Tune quelconque des 
revendications 1 £ 3, caracterise en ce que lesdits elements conducteurs 
appartiennent au groupe comprenant : 

des colonnes ; 
des billes ; 

des depots de soudure et/ou de creme a braser ; 
des inserts; 
des lyres. 

5. Module de radiocommunication selon Tune quelconque des 
revendications 1 & 4, caract£ris6 en ce qu'il comprend une structure 
d'interposition dont une premiere face supporte ledit jeu d'elements 
conducteurs, de fa?on k permettre un report de ladite structure 
d'interposition, par sa premiere face, sur la face inferieure dudit circuit 
imprime, 

et en ce que ladite structure d'interposition est reportee par sa seconde face 
sur la carte mfere. 

6* Module de radiocommunication selon la revendication 5, caracterise 
en ce que lesdits elements supportes par la premiere face de la structure 
d'interposition sont traversants et font saillie sur la seconde face de la 
structure d'interposition, de fa9on a permettre ledit report de la structure 
d'interposition, par sa seconde face, sur la carte mere. 

7. Module de radiocommunication selon la revendication 5, caracterise 
en ce que chacun desdits elements supportes par la premiere face de la 
structure d'interposition est relie k une premiere extremity d'une ouverture 
traversante conductrice, une seconde extremite de chaque ouverture 
traversante dtant reliee a un element d'un jeu d'elements conducteurs 
compl^mentaires distribues sur la seconde face de la structure 
d'interposition, ledit jeu d'616ments conducteurs complementaires permettant 
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ledit report de la structure d ! interposition, par sa seconde face, sur la carte 
mere 

8. Module de radiocommunication selon Tune quelconque des 
revendications 5 & 7, caracterise en ce que ladite structure d'interposition 
peut etre retiree aprfes que ledit module de radiocommunication a ete reporte 
sur la carte mere. 

9. Module de radiocommunication selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 8, caracteris6 en ce que ledit circuit imprime est realise 
avec un substrat organique. 

10. Module de radiocommunication selon Tune quelconque des 
revendications 1 k 9, caract£ris£ en ce que ledit circuit imprime appartient au 
groupe comprenant : 

des circuits imprimes mono-faces et mono-couches; 
des circuits imprimis multi-faces et mono-couches ; 
des circuits imprimis mono-faces et multi-couches; 
des circuits imprimes multi-faces et multi-couches. 

11. Structure d'interposition, permettant le report d f un module de 
radiocommunication sur une carte mere, caracterisde en ce qu f une premiere 
face de ladite structure d'interposition supporte un jeu d'elements 
conducteurs permettant un report de ladite structure d ! interposition, par sa 
premiere face, sur la face inferieure d'un circuit imprime compris dans ledit 
module de radiocommunication, 

et en ce que ladite structure d'interposition est report^e par sa seconde face 
sur la carte mere. 

12. Proc6d£ de report sur une carte m&re d'un module de 
radiocommunication selon Tune quelconque des revendications 1 k 10, 
lesdits composants £tant soudes sur ledit circuit imprimS au cours d'au moins 
une premiere etape de refusion, 
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ledit precede etant caracterise en ce qu'il comprend une etape supplementaire 
de refusion, permettant le report dudit module de radiocommunication sur 
ladite carte mere. 

13. Procdde selon la revendication 12, ledit module de 
radiocommunication comprenant une structure d-interposition dont une 
premiere face supporte ledit jeu d'elements conducteure, 
caracterise en ce que ladite au moins une premiere etape de refusion permet 
egalement le report de ladite structure d'interposition, par sa premiere face, 
sur la face infeneure dudit circuit imprim6, 

et en ce que ladite etape supplementaire de refusion permet le report de 
ladite structure d'interposition, par sa seconde face, sur la carte mere. 
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